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SOGUK ODA PANELLERI

-30 °C’ a varan sicaklik degerlerinde urlnlerin saglikh bir sekilde saklanmasi amaciyla yapilan
soguk hava depolari, disuk sicakliklarda kalabilmek icin ylksek enerji tliiketimine neden
olabilmektedir. lyi yalitiml ¢ati ve cephe kaplamalari bu noktada eneriji tiiketimini minimumda
tutarak c¢ok ciddi avantajlar sunmaktadir. Bu tip uygulamalarda optimum is1 yalitimi elde
edebilmek icin en ideal yapi malzemesi politretan dolgulu sandvi¢ panellerdir.
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Sogutma ihtiyacina bagl olarak i¢ sicakhgin +1 °C ila +8 °C arasinda degisen, nispeten daha
kiguk Olcekli soguk odalarda sebze, meyve, sit, dondurma, et vb drlinler kisa dénemli
saklanabilmektedir. Sandvi¢ paneller, bilinen mikemmel isi yalitiminin yaninda lokal hava
kosullarinda bile hizli montaji ve neme dayanikl i¢ dolgusu sayesinde soguk kapali mekan
uygulamalarinin ideal yapi malzemesidir. Soguk oda cephe ve tavanlarinda kullanilan
sandvi¢ panellerin kalinhidi 8 cm ila 20 cm arasinda degisebilmektedir. Ayrica ¢ok buyuk
Olcekli yapilarda soguk oda panelleri cok agiklik sistemle olusturulan asik sistemine
baglanarak da dis cephe kaplamasi olarak tercih edilmektedir. Isi yalitiminin tam olarak
saglanabilmesi amaciyla, izolasyon malzemeleri ile betonarme déseme yapilmaktadir.

Is1 Yalitimi

Sandvig¢ Panel kaliniginin dogru belirlenmesi birgok faktére baglidir:

Yapi ici ve disi arasindaki sicaklik farki

Sandvig panel i¢ dolgu malzemesinin tipi
Eneriji fiyatlari

Yapi maliyeti
Sogutma sisteminin dizayni

Gunesin asin sicaklik etkilerini azaltmak igin soguk odalar genellikle yapi icerisinde tercih
edilmektedir. Yapi icerisinde teskil edilmekle, enerji tiketimi ve asindirici nem etkisi belirgin
sekilde azalabilmektedir. Cok buylk yapilarda belki uygulanamayabilir fakat ilave tek trapez

kaplamasi distan korumayi artirmaktadir. Asin dis sicaklikta dis ylzeyde yogusmanin
olmamasi igin yeterli panel kalinhidinin olmasi gerekmektedir.
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Sandvi¢ panel tercihi ile yapida minimum is1 kdprisi olusmaktadir. Genellikle 1s1 kdpruleri
baglanti elemanlarinda ve kdse birlesimlerinde ortaya ¢cikmaktadir. Paslanmaz celik vida gibi
iyi yalitima sahip baglanti elemanlarinin tercihi i1si yalitim performansini olumlu etkilemektedir.
Cephe ve tavanlara nem gegcisiyle donmalara neden olan isI kdpruleri uzun dénemde ciddi
sorunlara neden olabilmektedir.

Soguk oda uygulamalarinda, dusuk 1si iletkenlik degerine sahip politiretan i¢ dolgu
malzemesinden olusan sandvi¢ paneller 1si yalitimi agisindan en iyi performansi sunmaktadir.
Isi yalitim malzemesinin kalinligi, tavsiye edilen maksimum isi akisi 10 W/m: degeri esas
alinarak tespit edilebilmektedir ve hesap yontemi asagidaki gibidir;

A FAT

S = Q

S = izolasyon malzemesi kalinhigi (m)

A = Cekirdek malzeme s iletim katsayisi (W/mK)
AT = i¢ ve dis ortam sicaklik farki (°C)

Q = Isi Akisi ( Tavsiye edilen deger : 10 W/m=)

Ayrica, Soguk Oda Paneli i1s1 yalitim degerlerinin yer aldigi Tablo 1° de PUR kalinligina ve
sicaklik farkina bagl is1 akigi yer almaktadir. Optimum PUR kalinligi, 1s1 akiginin 10 W/m:
altindaki degerlere gore belirlenmektedir.

Tablo 1:
i¢ ve Dig Yiizey Arasi Sicaklik Farki (°C)
PUR U CS panel 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80
(mm)
80 0,247 25 37 49 62 <10 W/ms>
100 0,199 20 30 40 50 6,0 < 10 W/m=
120 0,167 1,7 25 383 42 50 58 < 10 W/m=
150 0,134 13 20 27 34 40 47 54 6,0 < 10 W/m?

Sicaklik Farkina Bagh Isil Gegirgenlik (W/m?)
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Hava gegirmezlik

Enerji sarfiyati nedeni ile soguk odalar hava gegirmez olmalidir. Genellikle sandvi¢ panellerin
kendilerinin hava gegirmez olmalarina ragmen birlesim noktalari ve baglanti elemanlar dizayn
asamasinda dikkatlice degerlendiriimelidir. Tersi durumlarda donmaya neden olabilmektedir.
Esasen hava akisi ancak basing farklliklarinda olusmaktadir. Bina ici ve digi arasinda var olan
sicaklik farki ve genellikle yiksek yapilar basing farkliliklarina neden olabilmektedir.

Ornek: i¢ sicakligin -20 °C, dis sicakligin +20 °C ve yiksekligin 7 metre oldugu yapida
olusacak basing farki 12 Pa mertebesindedir. Statik agidan ¢ok dnemli olmayan bu basing
farki hava gecirgen yapilarda ciddi hava akisina dolayisiyla blylk miktarlarda nemin gecisine
neden olmaktadir.

+20°C -20°C

Nem Yalitimi

Normal binalarin aksine soguk oda cephe ve tavanlarindan iceri dogru buhar basinci
olusmaktadir.  Difizyon  sonucu ortaya ¢lkan nem akigsinin  engellenmesi
gerekmektedir. Kompozit malzeme olan sandvi¢ paneller, metal ylzeyleri sayesinde iyi bir
gecirmezlik kapasitesine sahiptir ancak birlesim noktalari ve baglanti elemanlari hava
gecirgenligi gibi nem gegirgenligini de etkilemektedir. Nem bariyerleri 6zellikle sicak dis
yluzeylerde siki tutunmali ayrica uzun édmdirli ve muhtemel nem hareketlerine dayanimh
olmalidir.

Ornek: Soguk odalarin kapi gibi bilesenlerinin agilmadan sicakligin aniden +20 °C’ den -20
°C’ ye dismesi ile yapiya dodru yuksek basing farki olugsmaktadir. Bu durumda nemin
penetrasyonu sonucu panelin ve nem bariyerlerinin zarar gorme ihtimali bulunmaktadir.

YapiDetay, bilgi amagli verilen bu dosyada degisiklik yapma hakkini sakli tutmaktadir.

Kaynakca: 1. YapiDetay Calismalari 2. TSE EN 14509 /08.01.2009 3. Lightweight Sandwich Construction, J.M. Davies 4. Sandwich Panel
Construction, Rolf Koschade 5. Ode Teknik Yayinlar — 1999 6. TSE 825 / Nisan 1999 7. Izoder Yayinlari
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